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证券研究报告·A 股公司简评 电子  

单季度收入创历史新高，

盈利能力显著提升 

 

核心观点 

1、公司在家电、标准电源、工控三大业务领域持续优化产品结构，

拓宽客户群体，提升市场占有率，收入稳健增长并创下历史新高，

盈利能力显著提升。 

2、公司积极布局新产品和新应用，未来成长可期。公司已完成车

规 ISO 26262功能安全体系认证，同时有多款产品通过AEC-Q100

可靠性认证。目前公司已推出系列数字电源芯片、高压智能驱动

芯片、隔离驱动芯片、智能 DrMOS、 IGBT、SuperJunct ion  

MOSFET、SiC MOSFET 器件系列、工业级电源模块系列，主要

面向数据中心、服务器、基站、光伏逆变器、储能等大功率工业

场景。 

事件 

公司发布 2024 年三季度财报。2024 年前三季度，公司实现营业

收入 7.07 亿元，同比增长 21.95%；实现归母净利润 0.77 亿元，

同比增长 28.68%。2024 年第三季度，公司实现营业收入 2. 54 亿

元，同比增长 29.78%，环比增长 1.60%；实现归母净利润 0. 33 亿

元，同比增长 178.81%，环比增长 65.59%。 

简评 

1、单季度收入创历史新高，盈利能力显著提升  

2024年第三季度，公司实现营业收入 2.54亿元，同比增长 29. 78%，

环比增长 1.60%，创下历史新高。家电类市场，虽然需求受季节

性因素扰动，但公司持续推出新一代电源芯片、驱动芯片、功率

器件、功率模块等全系列品类，并进一步扩大白电和黑电市占率，

逐步开拓海外客户。标准电源类市场，公司成功实现手机品牌

Inbox Charger 项目量产，叠加消费电子市场需求回暖，营收保持

增长。工控功率类市场，公司重点布局“光储充算车”领域，各

细分市场获得较多新品 Design-win 项目，服务客户群体亦逐渐拓

宽，抵御了工业市场整体需求低迷的压力。在收入稳步增长的同

时，公司盈利能力提升明显，迎来经营拐点。公司三季度实现归

母净利润 0.33 亿元，同比增长 178.81%，环比增长 65.59%。 
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主要数据 

股票价格绝对/相对市场表现（%）   

1 个月 3 个月 12 个月 

21.68/14.79 47.10/26.77 -13.97/-27.15 

12 月最高/最低价（元）  58.36/27.40 

总股本（万股）  13,131.03 

流通 A 股（万股）  13,131.03 

总市值（亿元）  64.34 

流通市值（亿元）  64.34 

近 3 月日均成交量（万）  361.92 

主要股东   

张立新  26.12% 
 

股价表现 

 
 

相关研究报告  
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【中信建投电子】芯朋微(688508):经营

质量提升，定增加码汽车和工业电源芯

片 
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2、公司产品结构持续优化，光储充快速增长，新能源车、服务器领域未来成长可期 

公司主要产品包括 PMIC、AC-DC、DC-DC、Gate Driver 及配套的功率器件，目前有效的产品型号超过 1700 个，

已实现从过去单一提供高压电源管理芯片，逐步发展为向客户整机系统提供从高低压电源、高低压驱动及其配

套器件/模块的功率全套解决方案。公司一直坚持以市场需求为导向、以创新为驱动，三大类应用系列产品线，

包括家用电器类、标准电源类和工控功率类等，广泛应用于家用电器、手机及平板的充电器、机顶盒的适配器、

车载充电器、光伏逆变器/储能/智能电网/充电桩(统称“光储充”)等众多领域。新能源车是继家电、标准电源、工

业之后公司正在积极布局的全新领域，目前公司已完成车规 ISO 26262 功能安全体系认证，同时有多款产品通

过AEC-Q100可靠性认证。目前公司已推出系列数字电源芯片、高压智能驱动芯片、隔离驱动芯片、智能DrMOS、

IGBT、SuperJunction MOSFET、SiC MOSFET 器件系列、工业级电源模块系列，主要面向数据中心、服务器、

基站、光伏逆变器、储能等大功率工业场景，实现了产品研发 0 到 1、销售推广 1 到 N 的跨越式发展。 

3、公司不断加强研发投入力度，基于核心技术平台保障产品竞争优势 

公司以研发创新为发展基石，持续地、有计划地推进公司自主研发，2024 年前三季度投入研发费用 1.64 亿元，

占公司营业收入的 23.16%。公司一直专注于技术平台的开发和迭代更新，目前量产品种已逐步从第三代“智能

MOS 超高压双片高低压集成平台”，升级至第四代 Smart-SJ、Smart-SGT、Smart-Trench、Smart -GaN 的全新智能

功率芯片技术平台。公司通过持续的研发投入保证核心技术平台的先进性，以保证芯片产品的技术优势。基于

不断升级的核心技术平台，公司沿着“消费级-工业级-车规级”纵向应用需求路线开发系列产品，丰富拓宽“数

字/模拟、高压/低压、隔离/非隔离”全功率技术平台，向客户整机系统提供从高低压电源、高低压驱动及其配套

器件/模块的功率全套解决方案，实现同一台整机中可以应用 AC-DC、DC-DC、Gate Driver（HV&LV）、I GBT、

SuperJuntion MOSFET、SiC MOSFET、SiP、IPM 等多品类功率芯片及模块，为终端客户提供更高效完整的功率

方案，缩短了客户开发周期，显著提升公司各产品线的协同竞争效应，提高销售效率。 

4、我们建议持续关注公司，维持“买入”评级  

公司在家电、标准电源、工控三大业务领域持续优化产品结构，拓宽客户群体，提升市场占有率，收入稳健增

长并创下历史新高，盈利能力迎来拐点。同时，公司正在积极布局面向新能源汽车、数据中心等领域的新产品，

未来成长可期。我们预计公司 2024 年-2026 年营业收入分别为 9.64 亿元、11.50 亿元、13.47 亿元，预计归母净

利润分别为 1.10 亿元、1.54 亿元、2.15 亿元，当前股价对应 PE 分别为 59、42、30 倍，维持“买入”评级。 

 
 

重要财务指标 

 2022 2023 2024E 2025E 2026E 

营业收入(百万元) 719.59 780.38 963.72 1,150.22 1,346.78 

YOY(%) -4.46 8.45 23.49 19.35 17.09 

归母净利润(百万元) 89.84 59.48 109.62 153.60 214.55 

YOY(%) -55.36 -33.80 84.30 40.12 39.69 

毛利率(%) 41.15 37.94 36.74 37.76 39.58 

净利率(%) 12.49 7.62 11.37 13.35 15.93 

ROE(%) 6.11 2.39 4.28 5.76 7.63 

EPS(摊薄/元) 0.68 0.45 0.83 1.17 1.63 

P/E(倍) 71.61 108.18 58.70 41.89 29.99 

P/B(倍) 4.37 2.59 2.51 2.41 2.29 
 

资料来源：iFinD，中信建投证券 
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5、风险提示 

（1）市场需求恢复不达预期：受宏观经济变化的影响，下游需求复苏进度存在不确定性，终端客户可能需要调

节库存，导致对上游供应链的拉货强度减弱； 

（2）产品研发及迭代进展不及预期的风险；持续研发新产品是公司在市场中保持竞争优势的重要手段，未来如

果公司不能及时准确地把握市场需求和技术趋势、突破技术难关，无法研发出具有商业价值、符合市场需求的

新产品，将对公司竞争能力和持续盈利能力产生不利影响。 

（3）市场竞争加剧导致价格及毛利率下降的风险；未来如果市场竞争加剧、市场行情有较大波动或公司无法通

过持续研发完成产品的更新换代导致公司产品价格、毛利率下降，将对公司的经营成果产生不利影响。 
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投资评级标准  评级 说明 

报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6
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